（B48R）顾客特殊要求
	更新项目序号
	更新项目名称
	更新时间
	客户协议编号

	预审部分
	2-4
	20251031
	370014客户要求说明(B48R)秦海珍2025-10-08顾客质量要求评审表

	共用部分
	4.4），11）-18）；5
	
	

	CAM部分
	2.工艺备注要求
	20220228
	370014关于超越阻抗管制要求涂成松2022-02-22顾客质量要求评审表

	CAM部分
	1.焊盘开窗设计
	20211116
	B48R 防焊开窗要求涂成松2021-11-12B48R民品顾客质量要求评审表

	共用部分4
	通用工程问题处理办法1）-10）
	20210710
	B48R通用EQ涂成松2021-07-08B48R民品顾客质量要求评审表

	预审部分
	1.板材替换
	20210506
	板料使用规范涂成松2021-04-27B48R民品顾客质量要求评审表

	共用部分
	1.标记2）序列号
	20210412
	20210319工艺与客户确认的结果

	Gy3
	光绘贴片
	20190326
	xs

	Gy3
	光绘贴片
	20171103
	B48r20171108

	预审部分2
	工艺边
	20240106
	销售涂成松反馈柔性板加工艺边未加补强无法上机


备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
1. 标记:
1) 顾客要求所有单都需在字符层增加快捷的产品编号，没有字符可加一层字符添加；
2)序列号:序列号允许断号，但不允许重号，走大板流程：字符---终固化---序列号---终固化---后工步
2. 外形、拼板:
1) 顾客要求所有板均需在长边方向各加5MM工艺边（见JPG文件中四个反光点位置）、V-CUT交货，在四角加反光点（反光点大小按我司常规加）,如果是正方形在任意两边加即可；
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3. 要求把光绘和贴片文件回传给客户
发送给: huangtao_inspur@163.com 


抄送: renzk@inspur.com ;  CYLayout@163.com  ;  inspurfp@chinafastprint.com 

4.通用工程问题处理办法
1) 如孔表中有超我司能力的金属化和非金属化孔公差不再确认，直接按如下公差来控制：金属化钻孔：+/-3mil，非金属化钻孔：+/-2mil,金属化和非金属化钻槽：+/-3mil，金属化铣槽：+/-0.13mm，非金属化铣槽:+/-0.1mm.

2) 上阻焊开窗的导体的丝印环（如下图所示）直接掏掉处理，不用EQ确认
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3）若客户设计内层铜皮或焊盘距离板边间距不足10mil或外层焊盘或者铜皮到板边的距离不足8mil，均允许极限掏铜，按板边不露铜制作。

4）如客户文件有SMT开通窗设计（即开窗是一个整体）均削开窗保证阻焊桥，如果削焊盘超过业界标准需要提出EQ确认。

5) 若设计有阻焊桥的SMT焊盘间距小于7.1mil，接受削SMT焊盘保证阻焊桥

6) 局部铣薄区域对应铣薄面有丝印，直接将丝印掏掉处理，无需确认

7）局部铣薄区域有金属化孔，接受铣薄区域露铜及有毛刺的风险
8）板内设计的焊盘与孔等大或焊盘比孔要小且无电气连接的孔都按非金属化制作

9）V-CUT拼板设计的，如有V-CUT与铣空区域重合的区域都接受毛刺

10）外层线路密集线路或孤立图形旁边有空白区域即无铜区域，允许按我司规则如下图示添加方形阻流块避免夹膜
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11) 如丝印层有“inspur浪潮”字样，请删除处理。

12) 不需要进行光绘文件确认，只回传即可。个别加工说明中出现的“回传光绘文件并确认”，请忽略即可

13) 当客户指定板材时，研发板允许使用同级别料替换（即非客指），高速板材替换时需单独确认，批量板不允许替换

14) 通过EQ改拼版或确认手撕引线允许残留小于5mil的引线，避免蚀刻引线的流程的设计
15) 加工说明中阻焊杂色油墨要求的（绿色之外的），需EQ确认是否按绿色制作
16)工艺边倒角按R2.0MM制作（客供拼版除外）
17) 需比对Gerber中PCB名称&PCB编码与客户加工说明中的PCB名称&PCB编码是否一致（含版本号），以及EDS中客户型号（即销售输入的PCB名称，部分是PCB名称+PCB编码）是否与客户加工说明一致，不一致要提EQ确认
18) 非必要不允许用POFV，如有充足理由EQ上提出确认
5.表面处理

沉金金厚最小0.05μm，金手指金厚最小0.76μm
预审部分： 

1. 板材替换
1）客户订单指定的非高速板材无料时，可直接用同等级别材料替换无需确认。

2）客户订单指定的高速板材无料时，若要替换需要与客户EQ确认。
2. 工艺边

刚柔板&柔性板添加工艺边的需与客户确认工艺边上加补强，并指示Cam工艺边补强。
3. 无工程EQ，也需要邮件告知下客户此板无问题确认
4. 邮件主题需备注PCB设计人员，可备注在EQ发出人后面，例如：(FROM雷志文TO葛鲁浩)
CAM部分： 无

1. 新单或NP更改单，线路上的BGA和 SMD 要求按复合型开窗处理
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2工艺备注要求

1 内层蚀刻(一般为酸性蚀刻)工序备注：首件生产一块内层蚀刻后送AOI扫描检测，百倍镜测量线宽线距，确保线宽线距在中值范围内，如不合格需重新做首件确认，待首件确认合格方可进行批量蚀刻；
2 外层蚀刻(一般为碱性蚀刻)工序备注：首件生产一块，外层蚀刻后送AOI扫描检测，百倍镜测量线宽线距，确 保线宽线距在中值范围内，待首件确认合格方可进行批量蚀刻生产；
3 阻抗测试备注：首件阻抗测量，确保单元内和阻抗条的阻抗测量合格，如不合格须分析影响阻抗原因并制定改善，重新做首件；成品板如可进行单元内阻抗测量的必须对单元内阻抗进行测量，如不能的则必须测量阻抗条；
客户阻抗单端和差分检测不合格，不允许让步放行，须向上级报告处理。

